
经验分享

  如今设备是越做越小，这个趋势要求越来越小的精密电阻能够支持越来越高的功率密度

这通常意味着只要可能就应该使用表贴片状电阻

十美的。 

  更小有时意味着更热 

  由于功率密度的原因，表贴式片状电阻在工作时的温度要比通孔器件高

器件的热量绝大部分通过 PCB 散发

贴元件在系统中造成的热量累积将影响板上的所有其它器件

在较高温度下工作时电阻的长期稳定性将下降

  更小可能意味着更加脆弱、更难清理

  SMT 元件还会引起结构方面的问题

(通常约为 2:1)时，电路板弯曲应力可能造成芯片断裂或脱离电路板

处于 2:1 的长宽比范围内并不是合适的解决方案

芯片宽度会更难去除装配后在芯片下面遗留的溶剂和松香

  专门设计提供更高阻值、更高功率

路板空间并更容易清理溶剂和松香的电阻

密电阻通常是最佳的选择，特别是在高精度应用中

  图 1：通孔元件可以取得更好的稳定性

  这种方法最大程度地减小了所需的电路板空间

撑结构。 

 

经验分享：精密电阻更小≠更好 

这个趋势要求越来越小的精密电阻能够支持越来越高的功率密度

这通常意味着只要可能就应该使用表贴片状电阻。是这么个说法吗？SMT 技术也不是十全

表贴式片状电阻在工作时的温度要比通孔器件高。表贴

散发，而通孔器件的热量大部分散发到周围空气中。

贴元件在系统中造成的热量累积将影响板上的所有其它器件。鉴于存在这种过多的热量

在较高温度下工作时电阻的长期稳定性将下降。 

更难清理 

元件还会引起结构方面的问题。当芯片的长宽比(或纵横比)超过可靠性规定的极限

弯曲应力可能造成芯片断裂或脱离电路板。增加芯片宽度并使其

的长宽比范围内并不是合适的解决方案，它对消除应力没有任何帮助。简单地增加

芯片宽度会更难去除装配后在芯片下面遗留的溶剂和松香。 

更高功率、更严格容差和更好的长期稳定性同时使用更少的电

路板空间并更容易清理溶剂和松香的电阻——比如配置为模压式矩形框或金属密封罐的精

特别是在高精度应用中。这些电阻会从底面延伸出通孔引脚

 

通孔元件可以取得更好的稳定性，因为它们不会受到来自 PCB 的热机械应力

这种方法最大程度地减小了所需的电路板空间，并且包含了能够可靠清洁底部杂物的支

这个趋势要求越来越小的精密电阻能够支持越来越高的功率密度。

技术也不是十全
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并且包含了能够可靠清洁底部杂物的支



  在一些场合，SMT 可能是设计的唯一选择

端子的表贴器件。 

  图 2：经过热膨胀或

  小可能意味着靠得太近 

  随着我们进一步推进器件的小型化

意。举例来说，如果安装电阻元件的面与

效应是由振动引起的，它会像麦克风系统中的膜片那样产生杂散信号

可能因为物理振动甚至强大的声波效应产生颤噪噪声

元件的一个原因。更好的选择是垂直排列的通孔器件

挠曲变形。 

  本文小结 

  表贴片状电阻的使用在现代电子设计

和装配工艺的通用方法。但在许多应用中

能和可靠性优势。 
 

 

可能是设计的唯一选择。在这种情况下，我们极力推荐使用带柔性

 

经过热膨胀或 PCB 弯曲后带柔韧性端子的表贴精密电阻。 

随着我们进一步推进器件的小型化，紧密集成的电路板在精密应用中并不总是一个好主

如果安装电阻元件的面与 PCB 是并行的，可能会导致颤噪噪声。这种寄生

它会像麦克风系统中的膜片那样产生杂散信号。水平排列的电阻元件

可能因为物理振动甚至强大的声波效应产生颤噪噪声。颤噪噪声也是避免使用 SMT

更好的选择是垂直排列的通孔器件，它们的引脚配置可吸收 PCB

电子设计中是如此普及，以致于它们经常被认为是所有设计

但在许多应用中，通孔插装技术可以比表贴芯片提供更好的独特性
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